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█ 报告简介
半导体材料是一类具有半导体性能、可用来制作晶体管、集成电路、电力电子器件、光电子器件的重要基础材料，支撑着通信、计算机、信息家电与网络技术等电子信息产业的发展。半导体材料及应用已成为衡量一个国家经济发展、科技进步和国防实力的重要标志。

在全球半导体总营收成长5%的状况下，2013年全球半导体材料市场总营收为435亿美元。身为全球主要晶圆制造及先进封装基地，台湾已连续第四年成为半导体材料最大消费地区，但2013年台湾与北美市场持平。受惠于晶圆厂材料的成长实力，中国和欧洲的材料市场在2013年增长4%。

近几年，由于市场需求的不断扩大、投资环境的日益改善、优惠政策的吸引及全球半导体产业向中国转移等等原因，我国集成电路产业每年都保持30%的增长率。集成电路制造过程中需要的主要关键原材料有几十种，材料的质量和供应直接影响着集成电路的质量和竞争力，因此支撑关键材料业是集成电路产业链中最上游也是最重要的一环。随着信息产业的快速发展，特别是光伏产业的迅速发展，进一步刺激了多晶硅、单晶硅等基础材料需求量的不断增长。

目前，世界半导体行业巨头纷纷到国内投资，整个半导体行业快速发展，这也要求材料业要跟上半导体行业发展的步伐。可以说，市场发展为半导体支撑材料业带来前所未有的发展机遇。

三胜咨询发布的《2015-2020年中国半导体材料市场现状分析及投资前景预测报告》共七章。首先介绍了半导体材料的定义、分类、制备工艺等，接着深入分析了国际国内半导体材料行业的发展状况，随后，报告对半导体硅材料、第二代及第三代半导体材料的发展做出了细致透析。最后，报告剖析了半导体材料下游行业的发展，并对国内半导体材料重点企业的经营状况进行了详细解析。

本研究报告数据主要来自于国家统计局、海关总署、商务部、财政部、三胜咨询产业研究中心、三胜咨询市场调查中心、中国半导体行业协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对半导体材料产业有个系统深入的了解、或者想投资半导体材料行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。
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图表：2013-2014年天津中环半导体股份有限公司短期偿债能力
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图表：峨半厂主要产品产量变化

略……
如需了解报告详细内容，请直接致电三胜客服中心

全国服务热线：400-096-0053  绿色通道：0755-25151558  0755-28749841
或发电子邮件：server@china1baogao.com
或登录网站：  Hwww.sanshengzixun.comH  www.china1baogao.com
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征订表


公司名称：                                                      （盖章）

主营业务：                                                            

负责人姓名：                     □ 先生  □ 女士      职务           
收件人姓名：                     □ 先生  □ 女士      职务           
电      话：                     手机：                QQ：           

传      真：                     E-mail：                             

详细地址：                                                            

                                                       邮编：         

报告及套餐：                                                          

                                                       份数：         

服务形式：  □ 印刷版    □ 电子版    □ 印刷版 + 电子版
汇款方式：  □ 银行汇款  □ 邮局汇款  □ 网银汇款  □ 上门付款
付款金额：              付款日期：              填表日期：            

发票抬头：                                                            

付款资料（请选择付款方式）
	国内汇款账户
	国际汇款账户（美元）

	开户单位：深圳市三胜投资咨询有限公司

开户银行：中国工商银行深圳福园支行

账　  号：4000 0280 0920 0263 232
	Beneficiary : Shenzhen Sansheng Investment Consulting Co.,Ltd.

Beneficiary's NO. : 4000 0280 1920 0327 734

Beneficiary's Bank : Industrial and Commercial Bank of China Shenzhen Branch

SWIFT : ICBKCNBJSZN


全国统一服务热线：400-096-0053   绿色通道：0755-25151558（7×24小时）
用户订购表





此表复印有效





为了更好地为您服务，请您详细填写以下内容





请将此单用正楷字填写完整并传真至： 0755-28749841


或邮寄至：深圳市福田中心区中国凤凰大厦1栋19A-25











·专业 精准 建设性·                                                                www.China1baogao.com

